
2024 年 4 月 25 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过《2024 年度提质

增效重回报》行动方案。结合 2024 年半年度报告，对方案评估具体如下： 

 

2024 年上半年，加强募投项目管理，完善募集资金使用和归集规则，

募集资金使用得到提速。公司研发聚焦 MCU 立项，围绕募投项目，共新立

项研发项目 15 件，其中涉及消费电子 4 件、涉及家电 5 件、涉及工业控制

（无刷电机）3 件、涉及汽车电子 3 件，上述研发项目完成后，将阶段性的

推进募投项目进展，有效拓宽产品系列，丰富产品资源，同时公司针对现有

量产产品持续优化成本，提高产品性能和品质，从而提高公司产品竞争力。

上半年投入研发 5,956.06 万元，出货量约 11 亿颗，实现营收 42,868.47 万

元，毛利率回归到 30%，实现净利润 4,302.22 万元。 

 

持续校园招聘，通过招聘优秀应届毕业生 12 人，为研发人才队伍补充新

鲜血液，加强人才梯队建设，确保“老中青”人才结构合理，保持长期有序发

展。 

在与高校联合方面，与电子科大的联合研发项目得到有效推进，首期委托

研发资金完成拨付，通过项目合作，加强了公司研发人员与高校科研人员的交

流与合作。 

启动股权激励咨询项目，对当前股权激励计划进行评估，对未来出台更科学

更合理的激励计划进行策划，让研发人才能共享公司发展红利，与公司共发展。 

公司注重知识总结，尊重研发成果，保护知识产权，今年上半年累计申请发

明专利 2 项，获得发明专利批准 3 项；申请实用新型专利 2 项，获得实用新型专

利批准 0 项；申请集成电路布图 50 项，获得集成电路布图批准 33 项。 



积极推行信用担保制度，财务部门根据客户资产、现金流、经营规模、实现

利税情况、历史信用等情况，决定客户的信用额度和账期，推进客户实控人对信

用额度进行担保，减少信用风险；每周跟进各客户的应收账款情况，通报提醒销

售部门加大对应收账款的催收力度；严格落实逾期与信用额度、赊销挂钩制度，

对一旦出现逾期的客户，取消赊销，同时不再发货。 

2024 年，公司将继续加强现金管理，持续推进使用暂时闲置自有资金及募集资

金购买低风险、高流动性及具有一定收益性的银行理财产品，以保障公司现金流充

裕，实现安全与收益的平衡。 

 

加强对“关键少数”培训力度，董秘办将最新监管政策、监管案例汇编

转发，提高“关键少数”履职意识和履职能力；厘清权力机构、决策机构、

监督机构和管理层之间权责分工，进一步规范三会运作，不断健全内部控制

制度，促进“三会一层”归位尽责，并持续规范管理层的权利义务，防止利

用管理层优势地位侵害公司及中小投资者的权益。 

2024 年，公司将不断完善治理结构，确保股东能够充分行使权利，董事会

及各专门委员会、监事会、独立董事、管理层能够认真履职，切实保障公司

及中小股东利益；提高“关键少数”规范意识和履职能力，建立管理层与股东

利益共享机制。同时将继续完善企业管理模式，完善 BU 制度，基于 IPD 流程

建立产品开发体系，持续优化薪酬及激励体系，进一步强化管理层与股东的利益

共担共享机制，推进职业经理人负责制，激发职业经理人的激情与才智，推动公

司的长期稳健发展。 

 

公司始终高度重视信息披露与投资者关系管理工作。严格按照有关规

定，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、规范、及时、充分地披

露公司定期报告、临时公告等公司重大信息；也积极通过投资者热线电

话、公司公开邮箱、上证 e 互动、分析师会议、现场参观及业绩说明会等多

种线上线下相结合的方式加强与投资者的联系与沟通。 



2023 年年报披露后，公司公司注重和投资者保持交流，组织了由公司董

事长、总经理和独立董事参加的集体业绩说明会；除此以外，上半年，公司共

参加各类策略会、线上线下调研活动共 15 场，接待调研机构共 142 家。 

 

在 2023 年度公司经营出现亏损的情况，考虑到公司历史滚存利润、投资者的

回报需求和公司的长远发展需要，公司修订了《股东分红规划》，并于 2024 年 6

月向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），共计派发现金红利总额为

99,898,750.00 元（含税），让全体股东共享公司发展成果。 

基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为增强投资者对公司的

投资信心，2023 年 8 月，公司公布了回购股份方案，截止 2024 年 8 月回购期间结

束，公司累计回购股份 1,506,639 股，回购资金总额 3000 余万元。 

本评估报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈

述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。 

 

中微半导体（深圳）股份有限公司董事会 

2024 年 8 月 28 日 
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